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１．概要（Summary） 

近年の省エネルギー社会構築の流れにおいて、摺動

面の摩擦低減は極めて重要な課題の一つである。これま

でに、表面テクスチャリングによる摩擦特性の改善が報告

されている。しかし、その実験や解析の多くは点接触ある

いは線接触下であり、面接触下における実験は未だ少な

い。本研究では面接触状態での摺動時におけるテクスチ

ャリングの摩擦特性を把握するために、ガラス基板を用い

て複数枚のディンプル付き基板を一括で作製することに

よって、結果がばらつき易い摩擦測定における実験回数

を増やし、ディンプルが摩擦特性に及ぼす効果を詳細に

検証することを目的とした。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 磁気中性線放電ドライエッチング

装置 

【実験方法】 本研究において、試料基板には 90 × 90 

mm、厚さ 5 mm の平面ガラス基板（BK7）を用いた。は

じめに、電子線蒸着装置によって Cr成膜した後に、厚膜

レジストを塗布した。高速マスクレス露光装置と現像装置

によって直径 50 µm の円形パターンを千鳥配置上に無

数に形成した。その後、ドライエッチング装置によってデス

カム処理をしたうえで Cr エッチングを行った。最後に、磁

気中性線放電ドライエッチング装置を使用してガラスエッ

チングをすることによってディンプルを形成した。最終的

に、Cr やレジストを完全除去し、ダイシング装置を使用し

て 20 × 20 mmのチップへの切り出しを行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

接触式段差計を使用してディンプルパターンの断面形

状を取得した。断面プロファイルの一例を Fig. 1に示す。

ガラス基板には開口幅（直径）50 µm、深さ 2.5 µmのディ

ンプルパターンがきれいに形成されていることがわかる。

また、レーザ加工によって金属材料に形成する場合と異

なり、ディンプルの端部にバリ（突起）が生じておらず、平

滑な面が得られていることがわかる。今回作製した基板を

使用すれば、摩擦を測定する際にバリによる局所的な接

触を防止でき狙い通り面接触が実現できるため、摩擦測

定の再現性が向上することが期待される。現在、厚さ 5 

mm のガラス基板のダイシングが難航しており、次年度は

この課題を解決して速やかに摩擦測定に移行するととも

に、異なる直径や深さを持つディンプルパターンを持つ基

板を作製することによって、ディンプルサイズが摩擦特性

に及ぼす影響について評価する。 

 

 

Fig. 1 Cross-sectional image of dimples. 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

ガラスへのエッチング加工におきまして、京都大学ナノ

テクノロジーハブ拠点の佐藤政司氏、大村英治氏をはじ

め、多くの方々に技術サポートを頂きました。ここに感謝申

し上げます。 
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